
МНОГОСЛОЙНЫЕ
КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛАТЫ 
И ИЗДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ
ТОНКОПЛЕНОЧНОЙ
И LTСC ТЕХНОЛОГИЯХ.
ФОТОШАБЛОНЫ.
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АППАРАТУРА И КОМПЛЕКСЫ 

 РАДИОСВЯЗИ
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТОШАБЛОНОВ

Наименование параметра
Тип фотошаблона

ПФО ЭФШ, РФШ

Размер фотошаблонов, мм
102х102
127х127
153х153

Максимальное рабочее поле, мм
80х80

100х100
120х120

Минимальные размеры элементов топологии 0,5 мкм

Совмещаемость фотошаблонов в комплекте 0,3 мкм

Дефектность
отсутствуют дефекты 
размером более 1 мкм

10 % 
дефектных модулей

Минимальный срок изготовления от 5 дней

Формат предоставления информации о топологии фотошаблонов .dxf,   .dwg,   .cdw,   .frw

АО «ОНИИП» обладает большим опытом изго-
товления прецизионных металлизированных 
фотошаблонов. Производственное оснащение 
АО «ОНИИП» самым современным оборудо-
ванием позволяет изготавливать комплекты 
промежуточных фотооригиналов (ПФО), эта-
лонных (ЭФШ) и рабочих (РФШ) фотошаблонов 
для больших интегральных схем и изделий 
функциональной микроэлектроники.
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Руководитель ЦФО МАЭТ АО «ОНИИП»      107@oniip.ru
              г. Омск 644009, ул. Масленникова, 231,
                                                             Тел. (3812) 53-76-97, info@oniip.ru

ПЛАТЫ И ИЗДЕЛИЯ 
НА ОСНОВЕ  
ТОНКОПЛЕНОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

АО «ОНИИП» обладает сорокалетним разработки 
и изготовления изделий на основе тонкопленоч-
ной технологии. Производственный потенциал 
АО «ОНИИП» позволит реализовать все индиви-
дуальные особенности Ваших разработок. Про-
изводство изделий на основе тонких пленок 
АО «ОНИИП» оснащено самым современным 
оборудованием включая:
• изготовление фотошаблонов;
• вакуумное напыление (термическое напы-

ление, магнетронное распыление на посто-
янном токе и ВЧ магнетронное распыление);

• фотолитография;
• резка модулей;

Особенности изделий на основе тонкоплёночных плат:
1. Высокая прецизионность и плотность монтажа;
2. Низкие потери на высоких частотах;
3. Возможность интеграции пассивных компонентов;
4. Высокая надежность и компактность.

Материалы подложек поликор, ситалл, нитрид алюминия, керамика, кварцевое стекло, кварц, сапфир

Типичная толщина подложек 0.15 мм, 0.25 мм, 0.5мм, 0.6 мм, 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм

Типичные размеры подложек 60×48 мм, 100×100 мм, 114×114 мм

Материалы резисторов тантал, нитрид тантала, сплавы РС-1004,  РС-3710, РС-5402, РС-5406, К-50С и др.

Материалы слоев металлизации
напыление любых металлов и сплавов, в том числе: титана, тантала, циркония, ванадия, 

алюминия, меди, никеля

Материал диэлектрических слоев любые, в том числе: фоторезист ФП 383,  неорганические диэлектрики (NdAlO3, SiO2)

Количество слоев до 10 слоев с каждой стороны платы (возможность односторонней и двухсторонней платы)

Толщина проводников и контактных площадок от 1,0 до 5,0 мкм

Минимальная ширина проводников/зазоров 0,5 / 0,5 мкм

Интегрированные элементы
Резисторы до сотен кОм с допуском до ±0,05 %.

Конденсаторы - до сотен пФ. Индуктивности - до 1000 нГн.

Монтаж проволочных соединений Золото или алюминий, клин или шарик, проволока диаметром 30-500 мкм.

• микросварка (контактная, термокомпрессионная, ультраз-
вуковая);

• корпусирование (с контролем герметизации).

Область применения:
• многоуровневые платы ГИС различного функционального 

назначения;
• интегральные модули для приемопередающих устройств;
• устройства обработки сигналов.
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АО «ОНИИП»

ПЛАТЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 
СОВМЕСТНООБЖИГАЕМОЙ КЕРАМИКИ (LTCC)

АО «ОНИИП» обладает технологией изготовления из-
делий на основе низкотемпературной совместнообжи-
гаемой керамики (LTCC). Производственный потенциал 
АО «ОНИИП» позволит реализовать все индивидуальные 
особенности Ваших разработок на конструкционных ма-
териалах зарубежного и российского производства. LTCC 
производство АО «ОНИИП» оснащено самым современ-
ным оборудованием на всех этапах производственного 
цикла изготовления изделий включая:
• изготовление фотошаблонов;
• изготовление сеткотрафаретов;
• послойная печать, включая поверхностную 

и торцевую, заполнение отверстий;
• укладка в стек, прессование и резка;
• обжиг керамических модулей;
• резка обожженной керамики на модули.

Особенности изделий на основе тонкоплёночных плат:
1. Высокая плотность монтажа;
2. Широкий диапазон рабочих температур;
3. Низкие потери на высоких частотах;
4. Возможность интеграции пассивных компонентов;
5. Высокая надежность, повышенная стойкость к внешним воз-
действующим факторам.

Область применения:
• многослойные керамические платы различного функцио-

нального назначения;
• интегральные модули для приемопередающих устройств (филь-

тры, направленные ответвители, делители мощности, и другие);
• устройства обработки сигналов;
• малогабаритные антенны СВЧ-диапазона, элементы антенных решеток.

Слои, топология
Толщина слоя керамики: 96 мкм, 140 мкм, 216 мкм.
Максимальное количество слоев керамики – 40.

Минимальная ширина линий и зазоров рисунка – 100 мкм.

Металлизация Золото, серебро, серебро-палладиевый сплав, сплав платины и серебра.

Интегрированные элементы
Резисторы до 100 кОм (допуск встроенных резисторов ±10 %, подгонка поверхностных 

резисторов ±2 %). Конденсаторы – до 200 пФ. Индуктивности – до 200 нГн.

Переходные отверстия

Отверстия могут быть расположены друг над другом, установлены ступенчато, могут быть углублены. 
Герметичность гарантируется монолитностью конструкции.

Максимальный диаметр отверстий = толщине керамического слоя. Минимальное расстоя-
ние между отверстиями = 3×диаметр отверстия.

Монтаж проволочных соединений Золото или алюминий, клин или шарик, проволока диаметром 30-500 мкм.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Руководитель ЦФО МАЭТ АО «ОНИИП»      107@oniip.ru
              г. Омск 644009, ул. Масленникова, 231,
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АО «Омский научно- 
исследовательский  

институт  
приборостроения»

644009, г. Омск,  
ул. Масленникова, 231, 

Тел. (3812) 51-49-00,
 info@oniip.ru

www.oniip.ru


